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资料来源：WSTS，2020.06

受益于国家产业政策对新兴产业的大力支持和对传统行业的升级改造，

我国半导体分立器件行业的市场规模稳步增长， 销售收入占全球比重逐年上

升。 根据中国半导体行业协会统计，2018 年我国半导体分立器件（该分类还包

含光电器件、传感器）的销售收入为 2,716 亿元，同比增长 9.79%。

数据来源：中国半导体行业协会，2019.08。 中国半导体行业协会对“半导

体分立器件” 的定义范围较广，上图半导体分立器件的数据统计范围涵盖了

除集成电路以外的所有部分，包括国际上通常定义的分立器件、光电器件、传

感器。

（4）公司在半导体分立器件市场的竞争地位未发生重大不利变化

我国半导体分立器件行业起步较晚， 主要通过国外引进及国内企业自主

创新，逐步提升行业的国产化程度，满足日益增长的下游需求。 虽然在国内企

业的不断努力下，我国半导体分立器件制造行业取得了很大的发展，但在高端

半导体分立器件芯片的设计和制造方面，目前与全球领先水平尚存在差距。

目前，国内半导体分立器件业务的市场竞争较为充分，半导体分立器件企

业大致可分为三个梯队，具体构成情况及特征如下：

市场地位 构成企业 特征

第一梯队 国际大型半导体公司，如意法半导体公司、恩智浦半导体公司等 在中国市场有较强的竞争优势

第二梯队

少数突破了半导体分立器件芯片技术瓶颈的国内企业， 如士兰

微、华微电子、立昂微电、扬杰科技等

研发设计制造能力较强，品牌知名

度较高，利润空间较高

第三梯队 大量的半导体分立器件封装企业

缺乏芯片设计制造能力，利润空间

低，竞争激烈

经过多年发展，公司已拥有完整的肖特基二极管芯片生产线，产品以中高

端肖特基二极管芯片为主，在生产技术、产品质量、成本控制等方面具有较强

竞争优势，长期以来公司一直是 ONSEMI 的合作伙伴，公司的肖特基二极管

芯片产品广泛应用于各类电源管理领域。近年来，公司积极进行产业链的延伸

和新产品、新技术的研发工作，2013 年，公司成功引进日本三洋半导体 5 英寸

MOSFET 芯片生产线及工艺技术；2015 年， 公司收购浙江金瑞泓后横跨半导

体分立器件和半导体硅片两大细分行业， 成为国内颇具竞争力的半导体产业

平台之一；2016 年，公司顺利通过了国际一流汽车电子客户博世（Bosch）和大

陆集团（Continental）的体系认证，成为国内少数获得车载电源开关资格认证

的肖特基二极管芯片供应商；2017 年，公司以委外加工模式将产品线拓展延伸

至半导体分立器件成品，从而实现对半导体分立器件生产流程的完整布局。

根据中国半导体行业协会的统计，公司在 2017 年中国半导体功率器件十

强企业评选中位列第八名。作为国内重要的分立器件生产厂商，公司在国内半

导体分立器件行业具有较高的行业地位及较强的行业影响力， 具备一定的竞

争优势。

3、公司主要指标情况及 2019 年经营业绩变动原因

公司 2019 年与 2018 年利润表主要指标情况如下：

单位：万元

项目 2019年度 2018年度 同比增幅

营业收入 119, 168.60 122, 266.70 -2.53%

营业毛利 44, 466.75 46, 082.87 -3.51%

减：销售费用 1, 025.08 1, 107.10 -7.41%

管理费用 5, 162.60 5, 218.18 -1.07%

研发费用 9, 699.32 8, 661.32 11.98%

财务费用 8, 992.84 5, 997.03 49.95%

资产减值损失 4, 612.79 3, 278.80 40.69%

信用减值损失 548.89 - -

其他收益 4, 517.19 3, 286.30 37.46%

营业利润 17, 389.92 23, 648.31 -26.46%

减：所得税费用 2, 474.40 2, 801.31 -11.67%

净利润 15, 120.33 20, 898.02 -27.65%

归属于母公司所有者的净利润 12, 818.79 18, 075.98 -29.08%

归属于母公司股东的非经常性损益净额 4, 239.41 2, 541.78 66.79%

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 8, 579.38 15, 534.20 -44.77%

公司 2019 年度业绩下降的主要原因系研发费用、财务费用和资产减值损

失、信用减值损失等同比大幅增加，具体如下：

2019 年，发行人研发费用较 2018 年增加 1,038.01 万元，研发费用率上升

至 8.14%，研发费用的增加主要来自于子公司立昂东芯和衢州金瑞泓陆续投产

后对于第二代半导体射频芯片和 8 英寸硅片等产品的研发升级。

2019 年，发行人财务费用较 2018 年增加 2,995.81 万元，财务费用率上升

至 7.55%，财务费用的增加主要是由于发行人增加了短期借款、长期借款、售后

回租应付款等以应对自身包括 8 英寸硅片项目、 第二代半导体射频芯片项目

在内的长期资产投资增加导致的资金需求以及上述项目转产后对于流动资金

的需求，因此利息支出总额增加明显。 截至 2019 年末，发行人银行借款余额为

170,169.17 万元，较 2018 年末银行借款余额 97,883.87 万元上升 73.85%。

2019 年，发行人资产减值损失和信用减值损失较 2018 年增加 1,882.87 万

元，增加比例达 57.43%，其中计提存货跌价损失增加 2,051.62 万元。 发行人子

公司立昂东芯年产 12 万片 6 英寸第二代半导体射频集成电路芯片项目一期

生产线于 2019 年验收转固，已进入客户样品认证测试、量产前的准备阶段，由

于当年度整体销量较低原因导致期末存货单位成本高于售价， 因此对于半导

体射频芯片相关的存货计提存货跌价损失增加 1,295.51 万元。 另外，由于本年

度 MOSFET 芯片毛利率依然为负， 年末对于 MOSFET 芯片相关的存货计提

存货跌价损失增加 777.89 万元。

综上所述，发行人 2019 年业绩下滑主要系研发费用、财务费用和资产减

值损失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

（二）发行人 2019 年业绩下滑主要因素的变化情况

1、研发费用

报告期内，研发费用持续上升，主要是由于随着子公司立昂东芯和衢州金

瑞泓的陆续建设及投产， 公司对于包括第二代半导体射频芯片和 8 英寸硅片

等产品所进行的持续研发。 在可预见的未来，随着 8 英寸硅片产品生产工艺的

不断完善，预计公司 8 英寸硅片的相关研发投入会有所降低，但随着子公司金

瑞泓微电子投建的 12 英寸硅片项目的持续推进， 预计公司会加大对 12 英寸

硅片的相关研发投入， 而对于第二代半导体射频芯片的相关研发投入将会继

续保持现有规模。

综上，在未来可预见的时间内，发行人的研发投入将基本维持 2019 年的

水平。

2、财务费用

公司财务费用主要为利息支出。 报告期内，公司的财务费用持续上升，主

要系为应对包括 8 英寸硅片项目、 第二代半导体射频芯片项目在内的长期资

产投资增加导致的资金需求上升，使得利息支出总额增加明显。 在未来可预见

的时间内，除上述重大的长期资产投资项目外，公司无其他新增的重大长期资

产投资项目。

综上，在未来可预见的时间内，发行人的财务费用将维持 2019 年的水平。

3、资产减值损失和信用减值损失

2019 年，发行人的存货跌价准备计提较多，导致当年度的资产减值损失金

额较大，从而对发行人 2019 年的经营业绩产生了一定的负面影响。 2019 年发

行人计提的存货跌价准备较 2018 年大幅度增长， 主要系公司对负毛利产品

（半导体射频芯片及 MOSFET 芯片）相关的原材料及库存商品计提的跌价准

备金额增加所致。

2020 年下半年开始， 公司负毛利产品 （半导体射频芯片及 MOSFET 芯

片）的订单数量已明显增加，在未来可预见的时间内，上述产品的毛利率能够

实现上升，负毛利产品导致的存货跌价情况预计能够得到明显改善。

综上所述，在未来可预见的时间内，发行人的研发投入和财务费用将维持

2019 年的水平，同时负毛利产品导致的存货跌价情况预计能够得到明显改善。

（三）发行人 2019 年业绩下滑的主要因素对发行人未来持续经营的影响

分析

发行人的持续经营能力除了与研发投入、财务费用和减值损失相关外，还

与其外部经营环境和行业竞争地位、 营业收入规模和综合毛利率水平等密切

相关，具体分析如下：

1、发行人外部经营环境和行业竞争地位情况对持续经营能力的影响分析

（1）发行人所处行业情况

发行人处于半导体硅片行业和半导体分立器件行业两个半导体行业的细

分子行业。

就半导体硅片行业来说， 根据 SEMI 统计， 全球半导体硅片市场规模在

2018 年大幅增长至 113.8 亿美元后出现小幅回调，2019 年为 111.5 亿美元，预

期 2020 年将达到 114.6 亿美元；我国半导体硅片市场规模自 2012 年以来呈稳

定上升趋势，根据 IC�Mtia 统计的我国半导体制造材料市场需求数据，至 2019

年硅和硅基材料市场规模为 210.8 亿元，2012 年至 2019 年的复合增长率为

12.75%。 总体上看，发行人所处的半导体硅片行业在未来几年仍将保持稳定增

长的态势。

就半导体分立器件行业来说， 根据 WSTS 统计，2018 年全球半导体分立

器件销售额达 241.02 亿美元，同比增长 11.3%；2019 年为 238.81 亿美元，同比

下降 0.92%。 根据 WSTS 预测，全球半导体分立器件市场规模将在 2020 年至

2021 年基本保持稳定； 受益于国家产业政策对新兴产业的大力支持和对传统

行业的升级改造，我国半导体分立器件行业的市场规模稳步增长，销售收入占

全球比重逐年上升，根据中国半导体行业协会统计，2018 年我国半导体分立器

件 （该分类还包含光电器件、 传感器） 的销售收入为 2,716 亿元， 同比增长

9.79%。 总体上看，发行人所处的半导体分立器件行业在未来几年仍将保持稳

定增长的态势。

（2）发行人自身行业地位情况

根据中国半导体行业协会的统计， 报告期内发行人子公司浙江金瑞泓在

2015 年至 2017 年中国半导体材料十强企业评选中均位列第一名。作为国内主

要的半导体硅片生产厂商之一， 发行人在国内半导体硅片行业具有较高的行

业地位及较强的行业影响力，具备一定的竞争优势。

根据中国半导体行业协会的统计，发行人在 2017 年中国半导体功率器件

十强企业评选中位列第八名。作为国内重要的分立器件生产厂商，发行人在国

内半导体分立器件行业具有较高的行业地位及较强的行业影响力， 具备一定

的竞争优势。

综上，在可预见的未来几年，发行人的自身行业地位不会发生重大的不利

变化。

综上所述， 发行人的外部经营环境及行业竞争地位未发生重大的不利变

化。

2、发行人的收入规模和综合毛利率水平对持续经营能力的影响分析

（1）收入规模趋势

报告期内， 发行人的营业收入分别为 93,201.96 万元、122,266.70 万元和

119,168.60 万元，2020 年上半年经审阅的营业收入为 64,852.06 万元， 占 2019

年全年的 54.42%。在发行人外部经营环境未发生重大不利变化的情况下，预计

发行人能持续保持目前的收入规模。

（2）综合毛利率水平

报告期内，发行人的综合毛利率分别为 29.98%、37.69%和 37.31%，2020 年

上半年经审阅的综合毛利率为 36.61%，相比 2019 年略有下降，但仍维持在较

高的水平。

鉴于发行人已具备一定的生产规模，营业成本相对稳定，故发行人产品的

销售价格对毛利率的影响更大。 2019 年，发行人的主营业务毛利率为 37.46%，

其中半导体硅片的毛利率贡献（销售比重 * 毛利率）为 30.58%，对发行人综合

毛利率的影响达到 81.63%， 2012 年至 2019 年，全球半导体硅片市场的平均价

格情况如下：

单位：美元 / 平方英寸

年份 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

平均单价 0.96 0.83 0.75 0.69 0.67 0.74 0.90 0.95

2012 年至 2019 年，全球半导体硅片市场价格波动情况如图所示：

数据来源：SEMI

由上图可见，2017 年起，全球半导体硅片市场明显回暖，产品需求量持续

上升，半导体硅片整体处于供不应求状态，因此产品价格不断回升，至 2019 年

上半年，随着全球半导体硅片市场的景气度一起达到高点。

2019 年下半年开始， 全球半导体硅片市场景气度在达到阶段性高点后有

所调整，自 2020 年开始又逐步复苏。 与全球半导体硅片行业景气度密切相关

的半导体硅片市场价格也随着行业景气度在 2019 年上半年达到高点后，在

2019 年下半年有所回落，并在 2020 年行业景气度回暖后维持稳定。

上述半导体硅片行业景气度与半导体硅片市场价格的变化情况与发行人

2020 年半年度综合毛利率的变化（从 2019 年的 37.31%小幅下降至 36.61%，略

高于发行人 2019 年下半年的综合毛利率 34.56%）一致，且在发行人外部经营

环境未发生重大不利变化的情况下， 预计发行人的综合毛利率能维持预期水

平。

综上分析， 预计发行人未来的营业收入规模和综合毛利率水平不会发生

重大的不利变化。

3、2019 年业绩下滑主要因素对持续经营能力的影响

2019 年公司经营业绩大幅下滑主要系研发费用、 财务费用和资产减值损

失、信用减值损失等同比大幅增加所致。

公司目前正处于生产发展的关键时期， 包括 8 英寸及 12 英寸半导体硅

片、第二代半导体射频芯片以及 MOSFET 芯片等多项产品正处于生产线建设

或产能爬坡阶段。半导体硅片和半导体芯片行业属于资金与技术“双密集型”

的行业，尤其是半导体硅片，企业要形成规模化、商业化的生产，需要进行金额

巨大的固定资产投资。 同时，大规模的资金投入后，生产线从设备购置及整体

建设，设备工艺调试，到产品下游验证，再到大规模量产，都需要大量的技术人

员对生产线各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。

基于该行业特点，半导体硅片与半导体芯片生产线从投产至达到设计产能，通

常需要经历一个相对较长的产能爬坡期。 在生产线建设及产能爬坡的前期，公

司大额的固定资产投资资金需求及流动资金需求主要依赖借款方式满足，从

而导致产生较大金额的利息支出。另外，大额的长期资产折旧与摊销等固定成

本、 负毛利导致的存货跌价以及新兴产品所必需的研发投入等亦将在一定程

度上影响公司的盈利能力。

经前述分析，整体来看，目前公司业务、经营环境及行业趋势未发生重大

不利变化，生产经营能力和产品盈利水平处于正常状态，公司 2019 年经营业

绩下滑主要受生产线建设及产能爬坡前期阶段研发费用、 利息支出以及存货

跌价增加影响。 目前，公司除现有生产线建设项目外暂不存在其他重大投资安

排，随着生产线建设的陆续完成以及产能爬坡的发展，公司新兴产品的销售规

模预计能够实现增长， 进而能够逐步降低长期资产折旧与摊销等固定成本以

及新兴产品所必需的研发投入对于公司盈利能力的影响， 负毛利导致的存货

跌价情况亦将能够得到改善。

综上分析，在研发费用和财务费用维持 2019 年水平，负毛利产品导致的

存货跌价情况预计能够得到明显改善的情况下， 同时结合发行人所处的行业

情况、自身行业地位、收入规模和综合毛利率水平情况，影响公司 2019 年经营

业绩下滑的主要因素，以及由此造成的公司 2019 年经营业绩的下滑不会对发

行人未来持续经营产生重大不利影响。

十四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营情况

公司财务报告截止日为 2020 年 3 月 31 日，根据《关于首次公开发行股票

并上市公司招股意向书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息

披露指引（2020 年修订）》，发行人会计师对公司 2020 年 6 月 30 日的合并及

母公司资产负债表、2020 年 4-6 月和 2020 年 1-6 月的合并及母公司利润表、

2020 年 1-6 月的合并及母公司现金流量表， 以及财务报表附注进行了审阅，

出具了中汇会阅[2020]5230 号《审阅报告》，审阅意见如下：

“根据我们的审阅， 我们没有注意到任何事项使我们相信立昂微电 2020

年第 2 季度财务报表没有按照企业会计准则的规定编制， 未能在所有重大方

面公允反映立昂微电的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。 ”

公司已在招股意向书第十一节之“九、财务报告审计截止日后的主要财务

信息及经营情况” 中披露了审计截止日（2020 年 3 月 31 日）后至 2020 年 6

月 30 日期间公司的主要财务信息和经营状况。

（一）审计截止日后主要财务信息

公司 2020 年 1-6 月合并财务报表（经审阅，但未经审计）的主要财务数

据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2020-06-30 2019-12-31 变动比例

资产总计 504, 171.36 475, 745.98 5.97%

负债合计 301, 565.02 279, 839.61 7.76%

所有者权益合计 202, 432.17 195, 906.37 3.33%

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目

2020年

4-6月

2019年

4-6月

变动比例

2020年

1-6月

2019年

1-6月

变动比例

营业收入 33, 919.29 34, 461.23 -1.57% 64, 852.06 58, 705.34 10.47%

营业利润 5, 371.07 5, 819.53 -7.71% 9, 604.65 10, 000.33 -3.96%

利润总额 5, 361.84 5, 754.33 -6.82% 9, 596.88 10, 035.41 -4.37%

净利润 4, 791.23 5, 940.75 -19.35% 8, 603.81 9, 272.56 -7.21%

归属于母公司股东的净利润 4, 373.44 5, 285.19 -17.25% 7, 621.12 7, 986.19 -4.57%

扣除非经常性损益后的归属于

母公司股东的净利润

3, 496.40 4, 611.18 -24.18% 5, 504.84 6, 604.71 -16.65%

注：2019 年 4-6 月数据未经审计，下同。

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目 2020年 4-6 月 2019年 4-6 月 2020年 1-6 月 2019年 1-6 月

经营活动产生的现金流量净额 3, 731.76 3, 963.80 6, 151.93 6, 332.67

投资活动产生的现金流量净额 -4, 678.79 -27, 320.36 -21, 787.39 -62, 481.25

筹资活动产生的现金流量净额 21, 703.96 5, 286.35 36, 547.49 18, 109.82

汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45.76 35.89 -32.64 132.50

现金及现金等价物净增加额 20, 711.17 -18, 034.31 20, 879.39 -37, 906.26

（二）审计截止日后主要经营状况

财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司经营情况稳定，相关产

业政策未发生重大调整，进出口业务未受到重大限制，税收政策未出现重大变

化，行业周期性未出现重大不利变化，业务模式及竞争趋势未发生重大变化，

主要原材料的采购规模及采购价格或主要产品的生产、 销售规模及销售价格

未出现大幅变化， 不存在新增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事

项，主要客户或供应商未出现重大变化，重大合同条款或实际执行情况未发生

重大变化，未发生重大安全事故，以及其他可能影响投资者判断的重大事项等

方面未发生重大变化。

（三）2020 年 1-9 月业绩预计情况

结合半年度经审阅业绩、公司在手订单情况以及对下游客户的销售预期，

公司预计 2020 年 1-9 月将实现营业收入 93,096.26 万元至 107,218.36 万元左

右，较 2019 年 1-9 月的 87,219.39 万元同比增长 6.74%至 22.93%左右；实现归

属于母公司股东的净利润 10,959.33 万元至 12,981.55 万元左右， 较 2019 年

1-9 月的 10,959.33 万元同比增长 0%至 18.45%左右； 实现扣除非经常性净损

益后归属于母公司股东的净利润 7,571.91 万元至 8,993.01 万元左右， 较 2019

年 1-9 月的 7,495.85 万元同比增长 1.01%至 19.97%左右。 （上述 2020 年 1-9

月数据仅为管理层对经营业绩的合理估计， 未经审计或审阅， 不构成盈利预

测）。

第二节 本次发行概况

股票种类 人民币普通股（A 股）

每股面值 人民币 1.00 元

发行股数、占发行后总股本的比例

本次公开发行新股 4, 058 万股，占发行后总股本的比例为 10.13% 。 本次公

开发行不发售老股。

具体新股发行数量将由董事会根据股东大会的授权， 视询价结果和市

场状况与保荐机构协商决定。

每股发行价格

【】元（由股东大会授权公司董事会与主承销商组织股票发行询价，根据询

价结果和市场情况由董事会和主承销商协商确定发行价格或中国证监会认

可的其他定价方式）。

发行市盈率

【】倍（每股收益按照 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净

利润除以本次发行后总股本计算）。

发行前每股净资产

4.30 元（按截至 2020 年 3 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益除以

发行前总股本计算）。

发行后每股净资产

【】元（按本次发行后归属于母公司股东的权益除以发行后总股本计算，其

中， 发行后归属于母公司股东的权益按截至 2020 年 3 月 31 日经审计的归

属于母公司股东的权益和本次募集资金净额之和计算）。

发行方式

采取网下向询价对象配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的

方式或中国证监会规定的其他方式。

发行对象

符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然

人、法人等投资者（国家法律、法规、规章及政策禁止者除外）。

承销方式 本次发行采取余额包销方式。

预计募集资金总额和净额 募集资金总额为【】万元，扣除发行费用以后的募集资金净额约为【】万元。

发行费用

本次发行费用总额为 3, 991.46 万元， 其中承销与保荐费用 2, 555.00 万元，

审计、验资及评估费用 506.00 万元，律师费用 283.00 万元，用于本次发行的

信息披露费用 559.43 万元， 用于本次发行手续费用及材料印刷费 88.03 万

元。 （上述费用不含税）

拟上市证券交易所 上海证券交易所

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文名称：杭州立昂微电子股份有限公司

英文名称：Hangzhou�Lion�Electronics�Co.,Ltd

注册资本：36,000 万元

法定代表人：王敏文

有限公司成立日期：2002 年 3 月 19 日

股份公司成立日期：2011 年 11 月 16 日

住所：杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号

邮政编码：310018

统一社会信用代码：91330100736871634P

电话号码：0571-86597207

传真号码：0571-86729010

互联网网址：www.li-on.com

电子邮箱：lionking@li-on.com

二、发行人改制重组情况

（一）设立方式

发行人系由立昂有限的全体股东为发起人， 以经中汇会计师事务所有限

公司中汇会审［2011］2421 号《审计报告》审计的公司截至 2011 年 9 月 30 日

的净资产 123,020,479.54 元为基础， 按照 1.757：1 的比例折合股本总额 7,000

万元，每股面值 1 元，整体变更设立的股份有限公司。

2011 年 10 月 31 日，中汇会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中汇

会验［2011］2489 号），确认截至 2011 年 10 月 31 日，全体股东已缴纳新增注

册资本合计 7,000 万元。

2011 年 11 月 16 日，立昂微电领取了杭州市工商行政管理局核发的《企

业法人营业执照》（注册号为 330198000004201）。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司设立时，各发起人及其持股情况如下表：

序号 股东名称

持股数量

（万股）

持股比例 序号 股东名称

持股数量

（万股）

持股比例

1 王敏文 1, 849.66 26.42% 26 吕飞跃 66.89 0.96%

2 宁波利时 642.95 9.19% 27 陈峪 66.69 0.95%

3 李莉 337.64 4.82% 28 马向阳 64.16 0.92%

4 刘文晖 228.14 3.26% 29 吴能云 63.88 0.91%

5 王式跃 224.03 3.20% 30 刘岱阳 61.11 0.87%

6 姚宇清 222.31 3.18% 31 唐雪林 58.68 0.84%

7 陈卫忠 217.61 3.11% 32 江富琴 55.85 0.80%

8 韦中总 210.95 3.01% 33 赵菊扬 54.21 0.77%

9 贾银凤 210.59 3.01% 34 陈志云 45.90 0.66%

10 李正明 168.47 2.41% 35 沈立刚 45.63 0.65%

11 陈中花 168.47 2.41% 36 韩燕蕾 45.63 0.65%

12 曾泽斌 143.25 2.05% 37 施春洪 45.44 0.65%

13 上海碧晶 140.39 2.01% 38 李德伟 42.12 0.60%

14 李明光 135.97 1.94% 39 张锦心 41.06 0.59%

15 杨小星 115.12 1.64% 40 陆文娟 40.69 0.58%

16 姜益群 111.49 1.59% 41 石慧兰 39.03 0.56%

17 陆晓冬 105.71 1.51% 42 李晓劲 35.10 0.50%

18 马德林 105.29 1.50% 43 吴煜庆 35.10 0.50%

19 宋锦 105.29 1.50% 44 杨启基 32.85 0.47%

20 朱爱平 95.82 1.37% 45 游志朴 31.52 0.47%

21 刘璐 91.25 1.30% 46 宗玥 29.69 0.42%

22 林岚珣 82.13 1.17% 47 陈亚萍 26.56 0.38%

23 金美玲 76.65 1.10% 48 杨希望 20.48 0.29%

24 杨在亮 72.30 1.03% 49 方桂琴 20.08 0.29%

25 吴宁华 70.20 1.00% -- -- -- --

合计 7, 000.00 100.00%

本公司系由立昂有限整体变更设立， 上述发起人均以立昂有限的净资产

出资。

三、发行人有关股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为 36,000 万股， 本次公开发行新股不超过 4,058

万股，占发行后总股本的比例不低于 10.00%，不超过 10.131%。 具体新股发行

数量将由董事会根据股东大会的授权， 视询价结果和市场状况与保荐机构协

商决定。

有关公司股份流通限制和锁定安排参见本招股意向书摘要 “第一节 重

大事项提示” 之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份的

承诺” 。

（二）持股数量及比例情况

1、发起人

（1）自然人发起人

发行人整体变更发起设立股份公司时，共有 47 名自然人发起人，其中有

33 名自然人发起人目前仍为发行人股东。截至本招股意向书摘要签署日，其持

股数量及比例情况如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例

1 王敏文 7, 961.57 22.12%

2 韦中总 991.20 2.75%

3 王式跃 952.37 2.65%

4 陈卫忠 955.07 2.65%

5 贾银凤 819.42 2.28%

6 姚宇清 506.11 1.41%

7 杨小星 447.95 1.24%

8 马德林 445.71 1.24%

9 杨在亮 367.04 1.02%

10 刘文晖 355.89 0.99%

11 吕飞跃 284.35 0.79%

12 陈峪 283.49 0.79%

13 刘岱阳 278.01 0.77%

14 马向阳 272.75 0.76%

15 唐雪林 249.47 0.69%

16 江富琴 237.41 0.66%

17 沈立刚 193.97 0.54%

18 韩燕蕾 193.97 0.54%

19 施春洪 182.30 0.51%

20 陈志云 178.61 0.50%

21 姜益群 173.93 0.48%

22 李德伟 163.88 0.46%

23 吴能云 143.24 0.40%

24 李晓劲 139.30 0.39%

25 杨启基 139.66 0.39%

26 陆晓冬 126.86 0.35%

27 陈亚萍 112.89 0.31%

28 刘璐 109.51 0.30%

29 林岚珣 98.55 0.27%

30 杨希望 87.08 0.24%

31 方桂琴 85.35 0.24%

32 陆文娟 63.48 0.18%

33 吴煜庆 31.20 0.09%

（2）法人发起人发行人整体变更发起设立股份公司时，共有 2 名法人发

起人股东，分别为宁波利时和上海碧晶。 截至本招股意向书摘要签署日，其持

股数量及比例情况如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例

1 宁波利时 2, 733.25 7.59%

2 上海碧晶 164.26 0.46%

2、前十名股东

截至本招股意向书摘要签署日， 发行人前十名股东持股数量及比例情况

如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例

1 王敏文 7, 961.57 22.12%

2 宁波利时 2, 733.25 7.59%

3 泓祥投资 2, 699.88 7.50%

4 国投高新 1, 435.00 3.99%

5 韦中总 991.20 2.75%

6 陈卫忠 955.07 2.65%

7 王式跃 952.37 2.65%

8 泓万投资 828.91 2.30%

9 贾银凤 819.42 2.28%

10 陈茶花 740.18 2.06%

3、前十名自然人股东

截至本招股意向书摘要签署日， 发行人前十名自然人股东持股数量及比

例情况如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例

1 王敏文 7, 961.57 22.12%

2 韦中总 991.20 2.75%

3 陈卫忠 955.07 2.65%

4 王式跃 952.37 2.65%

5 贾银凤 819.42 2.28%

6 陈茶花 740.18 2.06%

7 徐国强 729.93 2.03%

8 田达晰 617.36 1.71%

9 冯夏婷 613.94 1.71%

10 俞升阳 554.02 1.54%

4、国有股份或外资股份

截至本招股意向书摘要签署日，发行人不存在国有股份或外资股份。

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

截至本招股意向书摘要签署日，发行人的发起人、控股股东和主要股东之

间的关联关系情况如下：

股东及其持股情况

股东 A 与股东 B 相互之间的关联关系

股东 A 持股比例 股东 B 持股比例

王敏文 22.11%

泓祥投资 7.50% 王敏文为泓祥投资的合伙人、实际控制人

泓万投资 2.30% 王敏文为泓万投资的合伙人、实际控制人

陈卫忠 2.65%

陈茶花 2.06% 陈卫忠与陈茶花系姐弟

俞升阳 1.54% 陈卫忠与俞升阳的配偶系兄妹

泓万投资 2.30% 陈卫忠为泓万投资的合伙人

泓祥投资 7.50% 陈卫忠为泓祥投资的合伙人泓富投资的单一股东

贾银凤 2.28%

李晓劲 0.39% 贾银凤与李晓劲系母子

林岚珣 0.27% 贾银凤系林岚珣的外婆

冯夏婷 1.71% 刘文晖 0.99% 冯夏婷系刘文晖之兄长之配偶

马名希 1.24% 马德林 1.24% 马名希系马德林的孙女

唐雪林 0.69% 泓祥投资 7.50% 唐雪林为泓祥投资的合伙人

吴能云 0.39%

泓万投资 2.30% 吴能云为泓万投资的合伙人泓和投资的单一股东

泓祥投资 7.50% 吴能云为泓祥投资的合伙人

四、发行人业务情况

（一）发行人的主营业务

发行人主营业务为半导体硅片和半导体分立器件芯片的研发、 生产和销

售，以及半导体分立器件成品的生产和销售。

发行人立昂微电自身主要从事半导体分立器件业务， 半导体分立器件芯

片主要产品包括肖特基二极管芯片、MOSFET 芯片等；半导体分立器件主要产

品为肖特基二极管。

发行人的子公司浙江金瑞泓、衢州金瑞泓主要从事半导体硅片业务（不包

括 12 英寸半导体硅片），主要产品包括硅研磨片、硅抛光片、硅外延片等。

此外， 发行人的子公司金瑞泓微电子主要从事 12 英寸半导体硅片业务，

立昂东芯主要从事微波射频集成电路芯片业务。

（二）发行人的主要产品及其用途

1、半导体硅片产品

公司半导体硅片产品主要是硅抛光片、硅外延片，具体情况如下：

2、半导体分立器件芯片产品

公司半导体分立器件芯片产品主要是肖特基二极管芯片和 MOSFET 芯

片，具体情况如下：

3、半导体分立器件成品

公司半导体分立器件成品主要为肖特基二极管，具体情况如下：

（三）产品销售方式和渠道

公司生产的半导体硅片、 半导体分立器件芯片和半导体分立器件成品在

业内具有良好的口碑，产品市场定位于中高端客户。 公司通过客户主动联系、

客户及供应商推荐、潜在客户主动开发等方式获得客户资源，并与客户建立长

期稳定的合作关系。 经过多年发展，公司目前所拥有的客户较为稳定。 为保证

对下游客户的需求反应迅速， 公司主要产品在国内外销售主要采取直接面向

客户销售的方式。 公司主要根据客户的具体订单发售产品。 一般来说，对于国

内销售，由公司负责委托物流公司向客户发货，运输费用由公司承担；对于出

口业务，公司一般采用 FOB 或 CIF 等国际通用方式。

（四）所需主要原材料及能源

发行人主要产品包括半导体硅片、 半导体分立器件芯片和半导体分立器

件成品，生产所需的主要原材料包括：多晶硅、石英坩埚、石墨件、切磨材料、抛

光材料、外延材料、包装盒、金属颗粒、衬底片、硅外延片等。 发行人生产过程中

耗用的能源主要为水、电、蒸汽。

（五）行业竞争情况

1、半导体硅片行业竞争情况

（1）全球市场情况

从全球市场来看，半导体硅片市场具有较高的垄断性，少数主要厂商占据

了绝大多数市场份额，掌握着先进的生产技术。 上述垄断性在大尺寸半导体硅

片市场更为明显。根据中国半导体行业协会的统计，2017 年全球半导体硅片销

售额前五名为日本 Shin-Etsu、日本 Sumco、台湾 Global�Wafer、德国 Siltronic、

韩国 SK�Siltron。 全球前五大半导体硅片供应商的市场份额高达 92%。

数据来源：Gartner，2019.06

（2）我国市场情况

从我国市场来看， 由于我国从 20 世纪 90 年代才逐步开始加大对半导体

产业的投入力度，同国外发达国家相比整体起步较晚，长期以来，我国半导体

硅片供应商主要生产 6 英寸及以下半导体硅片，以满足国内需求，市场格局较

为稳定。 而近年来，大尺寸半导体硅片国产化成为我国半导体领域的重要战略

目标和努力方向， 国内企业在 8 英寸半导体硅片生产方面与国际先进水平的

差距已得到较大程度的缩小，但 12 英寸半导体硅片由于核心工艺技术难度更

高，尚无法实现大规模量产。

根据 IC�Mtia 统计， 目前国内从事硅材料业务的公司主要包括浙江金瑞

泓、有研半导体、中环股份、南京国盛、上海新昇、上海新傲、河北普兴、昆山中

辰等十余家。 截至 2018 年底，浙江金瑞泓具备月产 12 万片 8 英寸硅抛光片的

生产能力， 衢州金瑞泓正在建设的集成电路用 8 英寸硅片项目将增加月产能

10 万片；中环股份已实现月产 30 万片 8 英寸硅抛光片的生产能力；有研半导

体具备月产 10 万片 8 英寸硅片的生产能力，在建 8 英寸硅片生产线月产能将

达到 15 万片。 在 12 英寸硅片开发与产业化方面，上海新昇 12 英寸硅片生产

线已达到月产能 10 万片； 发行人负责 12 英寸硅片产业化项目的子公司金瑞

泓微电子正在建设年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片项目；重庆超硅已建

成 12 英寸硅抛光片中试线。 国产 8 英寸半导体硅片的量产在一定程度上缓解

了我国对相关产品进口的依赖，弥补了国内技术上的空白，同时缩小了中国半

导体硅片行业与世界先进水平之间的差距， 在振兴民族半导体工业的发展目

标上迈下重要一步。 目前，虽然我国 12 英寸半导体硅片仅有个别企业初步实

现量产，但整体来看，我国半导体硅片行业已取得了长足的发展。 发行人、上海

新昇等国内半导体硅片企业正在进行国产 12 英寸半导体硅片的产业化工作，

有望在未来实现 12 英寸半导体硅片的大规模量产。

综上，半导体硅片市场在全球范围内具有较高的垄断性，国内本土企业之

间的市场竞争相对充分。 未来在政策支持和国内部分企业的带动下，我国在半

导体硅片、 特别是大尺寸半导体硅片领域将不断缩小与国际领先水平之间的

差距。

国内半导体硅片行业主要上市公司的资产规模、销售规模、经营状况及研

发水平等方面的情况如下表所示：

行业类别

上市公司[注

1]

上市代码 总资产（万元） 营业收入（万元）

归属母公司股东的

净利润（万元）

半导体硅片 中环股份 002129.SZ 4, 911, 851.97 1, 688, 697.13[注 2] 90, 366.14

[注 1]：表中数据来源于中环股份 2019 年年度报告。

[注 2]：中环股份营业收入主要来源于新能源材料，包括太阳能硅片等产

品；而包含半导体硅片、半导体硅棒等产品的半导体材料收入为 123,739.08 万

元。

上述公司的研发水平如下：

行业类别

上市公司

[注]

上市代码 研发水平

半导体硅片 中环股份 002129.SZ

2019年，研发投入 116, 852.94 万元，占营业收入的 6.92%；拥有 1 个国

家级技术中心、3 个省部级研发中心、2 个省部级重点实验室、8 家高新

技术企业、1 个国家技术创新示范企业；累计拥有发明专利 116 项。

[注]：上述资料来源于其 2019 年年度报告。

2、半导体分立器件行业竞争情况

（1）全球市场情况

全球来看，美国和欧洲半导体分立器件行业目前居于全球领先地位，随后

是日本和中国台湾， 各地区半导体分立器件行业代表厂商和主要市场状况如

下：

地区 全球地位 代表企业 主要市场

美国 领先；厂商众多

德州仪器公司、安森美半导体公司、威世半导体公

司

美国、亚太地区

欧洲 领先；产品线齐全

英飞凌科技公司、恩智浦半导体公司、意法半导体

公司

亚太地区、欧洲

日本 一流；略落后于欧美

东芝公司、瑞萨电子公司、罗姆半导体集团、富士电

机控股公司

日本

中国台

湾

中等；近年发展较快

富鼎先进电子股份有限公司、茂达电子股份有限公

司、崇贸科技股份有限公司、强茂股份有限公司

中国

（2）我国市场情况

相较于国际半导体分立器件行业，我国半导体分立器件行业起步较晚，主

要通过国外引进及国内企业自主创新，逐步提升行业的国产化程度，满足日益

增长的下游需求。 虽然在国内企业的不断努力下，我国半导体分立器件制造行

业取得了很大的发展，但在高端半导体分立器件芯片的设计和制造方面，目前

与全球领先水平尚存在差距。

目前，国内的半导体分立器件企业大致可分为三个梯队，具体构成情况及

特征如下：

市场地位 构成企业 特征

第一梯队 国际大型半导体公司，如意法半导体公司、恩智浦半导体公司等 在中国市场有较强的竞争优势

第二梯队

少数突破了半导体分立器件芯片技术瓶颈的国内企业， 如士兰

微、华微电子、立昂微电、扬杰科技等

研发设计制造能力较强，品牌知名

度较高，利润空间较高

第三梯队 大量的半导体分立器件封装企业

缺乏芯片设计制造能力，利润空间

低，竞争激烈

综上，发行人半导体分立器件业务的市场竞争较为充分。

国内半导体分立器件行业主要 A股上市公司的资产规模、销售规模、经营

状况及研发水平等方面的情况如下表所示：

（下转 A48 版）
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